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SUGGESTED PCB LAYOUT

Assembly Layout

技术指标:

1、温度范围: -25°C~85°C;

2、额定电压: 50V,AC,DC;

3、额定电流: 1A;

4、接触电阻:≤0.02Ω；

5、绝缘电阻:≥100MΩ;

6、耐压: 500V，AC/ minute.

序号

吸附盖CAP

焊片Fitting Nail

端子Contact

基座Wafcr

名称

PA9T (UL94V-0)

磷铜Phosphor Braonze

磷铜Phosphor Braonze

PA9T(UL94V-0)

材料 数量 附注

深圳市步步精科技有限公司

Initial release /

0940-1

Poles DIM.A DIM.B

2*4A 3.00 7.00

2*5A 4.00 8.00

2*6A 5.00 9.00

2*7A 6.00 10.00

2*8A 7.00 11.00

2*9A 8.00 12.00

2*10A 9.00 13.00

2*11A 10.00 14.00

2*12A 11.00 15.00

2*13A 12.00 16.00

2*14A 13.00 17.00

2*15A 14.00 18.00

2*16A 15.00 19.00

2*3A 2.00 6.00

本色

电镀锡Tin-Plated

电镀Au/锡Tin-Plated

本色

附注

针座 SHLD 1.0-2x8P 双排 立贴 带扣 米黄色 编带

123-244-160001-G9G
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